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Abstract (en)
The device has a cutting blade (6) fastened to a frame (2) to swivel about a swivel axis formed by a swivel bearing. A cutting edge (7) of the blade
plunges into a plunge slit (4) when the blade is swiveled from an open position to a closed position. A cutting point (8) lying in a swivel plane
between a support (3) and the cutting edge moves from a proximal side of the support with respect to the bearing to a distal side of the support with
respect to the bearing when the blade is closed. The bearing is relocated in an extension direction of the slit.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Schneiden einer porösen, im Wesentlichen biegesteifen Platte (1), insbesondere Laminat-Fußbodenplatte
mit einem Gestell (2), einer vom Gestell (2) gebildeten Auflage (3) für die Platte (1), einen der Auflage (3) zugeordneten Eintauchschlitz (4) und
einem am Gestell (2) um eine von einem Schwenklager (5, 9) gebildeten Schwenkachse (A) schwenkbar derart befestigten Schneidmesser (6),
dass dessen Schneidkante (7) beim Schwenken des Schneidmessers (6) von einer Offenstellung in eine Geschlossenstellung in den Eintauchschlitz
(4) eintaucht, wobei ein in der Schwenkebene liegender Schnittpunkt (8) zwischen Auflage (3) und Schneidkante (7) während des Schließens
des Schneidmessers (6) von der zum Schwenklager (5, 9) proximalen Seite der Auflage (3) hin zu der zum Schwenklager (5, 9) distalen Seite der
Auflage (3) wandert. Erfindungsgemäß besitzt das Schneidmesser (6) eine sich zwischen der Brust (6') und dem Rücken (6") des Schneidmessers
(6) querschnittsverminderte Zone (68), die in der Offenstellung des Schneidmessers im Bereich der Auflage (3) und insbesondere parallel dazu
verläuft.
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